
支持4K/8K视频传输
免布线部署

音画同步
多声道时间精准同步<1μs

星闪无线短距通信芯片DX-T600

产品特性
支持星闪1.0标准
支持SLB通信模式
支持20/40/60/80MHz信道带宽
支持G/T节点模式
支持1024QAM
支持PCIE/USB/SPI/UART等接口

解决方案

中科晶上
产品介绍

北四环保福寺桥中关村东路66号世纪科贸大厦B座25层

010-62423582

中科晶上公众号

www.sylincom.com

北京中科晶上科技股份有限公司是中科院计算所秉承
创新为国分忧的使命，瞄准信息通信产业引领创造的目标
而发起成立的高端通信芯片研发公司。公司成立以来研制
开发出具有国际先进水平的数字信号处理DSP内核，并基
于此逐步突破了移动通信终端基带核心芯片设计关键技术
，形成了天通一号卫星移动通信终端基带芯片、工业级5G终
端基带芯片、星闪新无线短距通信芯片等系列支撑我国新
一代信息产业发展的核心芯片。

公司围绕芯片技术拥有核心知识产权500余项，先后获
得中关村十大创新成果、中科院科技成果在京转化最具潜
力奖、中科院科技促进发展奖、国家高新技术企业、国家软
件认定、北京市专利试点企业、质量管理体系认证、中关村
瞪羚企业、北京市企业技术中心、国家“专精特新小巨人”企
业等荣誉及资质。

低时延
单向空口时延小

于20μs

高可靠
块传输正确率大于

99.999%

高安全
双向认证/算法协商/支

持国密

抗干扰
最小工作信噪比-5dB

精同步
同步精度小于1μs

高并发
单载波35路实时音频流并发

1ms内80路数据传输并发

高清投屏

机械臂运动可靠控制
协同机器人控制低延时、μs级同步

智能制造

环绕家庭影院

低音声场

环绕
声场

天空声场
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产品布局
以引领型DSP为核心的三大系列全域通
信基带芯片研发布局

短距+中距（区域宽带工业级5G通信）+远距（卫星通信）
通信芯片，实现工业4.0时代跨地域、跨空域、跨海域的
空—天—海—地一体化万物泛在互联需求。

卫星移动通信终端
基带芯片

工业级5G终端
基带芯片

星闪无线短距
通信芯片

      支持多制式协议栈系统

NR 短距离 卫通 自组网

  应    用 高性能编解码算法

全系列协议栈

产品介绍
卫星移动通信终端基带芯片DX-S701

母片架构
基于DX-T502母片架构，将快速形成全域
通信芯片系列
一个共性芯片基础架构 核心通信软件库

通信指令
资源池

通信算法库
资源池

支持异
构波形

  操作系统
资源和任务调度

多核硬件加速资源调度

DSPDSPRISC-V
DSPDSPDSP

  基础硬件平台

高性能LDPC编解码  高性能Polar编解码

高性能Turbo编解码  其他定制化波形

三大核心产出

产品特性

产品指标
支持IIS语音接口
支持SDIO接口
支持SIM卡接口 
模块控制命令符合标准AT命令规范

工业级5G终端基带芯片DX-T502

DX-S701基带芯片采用自主DSP核和ARM实时处理器
全面支持我国第一代卫星通信协议
支持语音、短信、数据业务，支持应急、抗干扰通信模式
支持北斗B1频点定位功能
CP模块集成基带、射频及电源管理，减少硬件开发难度
提供时钟关断、Power Gating等低功耗技术，降低系统功耗

标准软件接口，降低 
AP端应用开发难度

终端解决方案

高集成度CP模块可
快速实现手持、便携
车载终端解决方案

支持常规、
应急抗干扰

通信模式

高性能、低功耗自主
卫星通信导航基带

芯片

新一代异构多核的芯片设计架构
拥有工业级5G专用自研强实时DSP
突破工业级5G基带算法、矢量处理器核关键技术
支持非授权频段和工业5G专频专网频段
支持大带宽、低时延、高可靠等5G协议特性
支持软件定义无线电

产品特性

解决方案

DX-S701采用可重构芯片架构，可作
为单芯片功能手机解决方案，也可
以与应用处理器组成智能终端解
决方案。包含DX-S701基带芯片、
射频模组和电源管理芯片的C
P模块，为卫星手持、便携、车
载终端提供高性能、低成本、
易开发的解决方案。

天通卫星

天通卫星终端

超大上行
满足多源智能感知

传输要求

超高可靠性
实现工业生产的

精准作业

全链路超低时延
实现细粒度敏捷

工业控制

超强抗干扰能力
实现工业现场复杂环境

应用

解决方案

新型无线控制
终端方案

新型5G工业视觉
终端方案

新型5G数采边缘
网关终端方案


